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(57) Abstract: The invention relates to packing for microelectronic components (7) mounted on a structured substrate (6), the 
packing having: a carrier substrate (1) with a packing-receiving surface (lv), wherein an anti-adhesion layer (2) is applied at least 
predominantly to the packing-receiving surface (lv); and a structured material (3') with chamber openings (4) for receiving the 
microelectronic components (7) applied to the anti-adhesion layer (2). The present invention also relates to methods for producing 
such packing, methods for packing and a method for detaching the carrier substrate. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verpackung fur auf einem Struktursubstrat (6) aufgebrachte mikroelektronische 
Bauteile (7) mit: - einem Tragersubstrat (1) mit einer Verpackungsaufnahmeflache (lv), wobei auf der Verpackungsaufnahmeflache 
(lv) zumindest iiberwiegend eine Antihaftschicht (2) aufgebracht ist, - einem auf der Antihaftschicht (2) aufgebrachten 
Strukturmaterial (3') mit Kammeroffnungen (4) zur Aufiiahme der mikroelektronischen Bauteile (7). Weiterhin betrifft die 
vorliegende Erfindung Verfahren zur Herstellung einer solchen Verpackung sowie Verfahren zum Verpacken und ein Verfahren 
zum Ablosen des Tragersubstrats. 


